COMMUNIQUE DE PRESSE
TOK rejoint le programme IMAGINE du CEA-Leti pour développer les résines et les procédés dédiés à la lithographie par multi-faisceaux d’électrons pour les nœuds sub-20 nm

KAWASAKI, Japon, et GRENOBLE, France – le 17 janvier 2011 – TOK et CEA-Leti annoncent aujourd’hui que TOK rejoint le nouveau programme industriel et de recherche multipartenaires IMAGINE qui développe la lithographie sans masque pour la fabrication de circuits intégrés. 
Ce projet d’une durée de trois ans est conduit par le CEA-Leti, un centre de recherche dédié à la création et à la commercialisation d’innovations dans les microtechnologies et les nanotechnologies. Il implique les fabricants de semi-conducteurs TSMC et STMicroelectronics. Le projet évalue une infrastructure de lithographie sans masque et l’utilisation de l’outil de lithographie MAPPER à haut débit. Le programme de lithographie par multi-faisceaux d’électrons développe une approche globale de la technologie incluant l’évaluation de l’outil, l’étape de lithographie-gravure et son intégration dans les procédés CMOS, la gestion et la correction des données, le prototypage et l’analyse des coûts. 
« Le développement de matériaux au-delà du nœud 20 nm par TOK couvre un large éventail de plates-formes technologiques et de procédés de lithographie, notamment EUVL, ML2, et DSA. Le programme IMAGINE du CEA-Leti, qui se concentre sur la lithographie par multi-faisceaux d’électrons , est un programme très attrayant, en particulier pour comprendre la question fondamentale liant résolution, rugosité de bord et sensibilité dans le développement de photorésines » a déclaré Kazufumi Sato, directeur général R&D chez TOK. « TOK contribuera au programme en fournissant une perspective de matériaux basée sur notre expertise en matière de résine pour faisceau d’électrons et sur les récentes découvertes issues du développement des résines EUV. » 
« Le développement de nouvelles plates-formes de résinest chimiquement amplifiées, atteignant une résolution inférieure à 20 nm avec une rugosité de bord de l’ordre du nanomètre, est l’un des principaux défis à relever dans le domaine de la lithographie de nouvelle génération, » explique Serge Tedesco, directeur du programme CEA-Leti. « Nous entretenions déjà une longue et fructueuse collaboration avec TOK dans le cadre de l’introduction de la lithographie par faisceau d’électrons sur la ligne de STMicroelectronics Crolles. Nous sommes très heureux de poursuivre cette collaboration avec un leader international de la technologie des résines. Nous allons ainsi stimuler le programme IMAGINE et renforcer l’engagement de l’industrie des semi-conducteurs vis-à-vis de l’introduction de la technologie ML2 en production. » 
A propos de TOK
TOK est le leader mondial de la fourniture de photorésines, élément incontournable des semi-conducteurs et des écrans plats. TOK a toujours été un pionnier et à la pointe de la photolithographie dans le domaine des technologies du semi-conducteur et basées sur cette technologie centrale. TOK étend par ailleurs son activité en l’appliquant à des domaines comme les écrans LCD, le packaging des semi-conducteurs et d’autres secteurs associés. Non content de pénétrer de nouveaux secteurs avec des technologies de fabrication innovantes, TOK développe activement le système Through Silicon Via (TSV) permettant une intégration 3D dans la fabrication de semi-conducteurs et déploie des matériaux pour les cellules solaires dans le cadre de son engagement envers cette source d’énergie. Pour de plus amples informations sur TOK, connectez-vous sur le site http://www.tok.co.jp/en/.
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